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1) The

natignal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promete-inter
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields.To this en
addifion to other activities, IEC publishes International Standards, Technical SpecificationsjhTechnical H
licly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”}).
prepgration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in-the subject de
may|participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations

Pub

with

Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizat

2) The

condensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
interested IEC National Committees.

3) IEC

Committees in that sense. While all reasonable efforts are madé to ensure that the technical content

Pub
misi

4) In ofder to promote international uniformity, IEC NationaN'Committees undertake to apply IEC Publ

tran
any

5) IEC
decl

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No l|ability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual expe
menjbers of its technical committeesand TEC National Committees for any personal injury, property darn
othef damage of any nature whatsogever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and e
arisihg out of the publication, use™ofy or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

8) Atte

indigpensable for the correet application of this publication.

9) Atte

rightls. IEC shall not be.held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interngtional Stamdard IEC 60191-6-10 has been prepared by subcommittee 47D: Mech
standdrdizatien_of semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semicon
devicep.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

:2003

Part 6-10: General rules for the preparation of outline drawings of

surface mounted semiconductor device packages —
Dimensions of P-VSON

FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization.compr

the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the Jjnternational Organiz3

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as-nearly as possible, an inter

Publications have the form of recommendations for internationalyuse and are accepted by IEC N

lications is accurate, IEC cannot be held responsible fof the way in which they are used or
hterpretation by any end user.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47D/551/FDIS 47D565/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.


https://iecnorm.com/api/?name=4968c5a1899595199e2f171ce557961b

60191-6-10 © IEC:2003 -3-

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005.
At this date, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

o replaced by a revised edition, or

e amended.
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MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

:2003

Part 6-10: General rules for the preparation of outline drawings of

surface mounted semiconductor device packages —
Dimensions of P-VSON

1 Scope

This p
structy
(herein

art of IEC 60191 provides the common outline drawings and dimensions for allcty
res and composed materials of plastic very thin small outline non-lead\ p3
after called P-VSON).

2 Normative references

The fo
dated
referer

IEC 6(¢

ISO/D
materi

3 T¢g

For the
of the

3.1
P-VSO
plastic

NOTE
beyond

eferences, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
ced document (including any amendments) applies.

191(all parts), Mechanical standardization of semiconduictor devices

S 2692: Geometrical Product Specification (GPS). > Geometrical tolerancing — Ma
b/ requirement (MMR) and least material requirement (LMR)

rms and definitions

purposes of this document, the following definition, as well as those given in othe
EC 60191 series, apply.

N
very thin-profile small outline, flat package with no leads

The package leads (terminals) are on opposite sides of the bottom of the package body and do nof
he package body

bes of
ckage

lowing referenced documents are indispensable for the application of this document. For

of the

imum

parts

extend
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Drawing of Plastic non-lead packages with two parallel rows of terminals
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Drawing of Plastic non-lead packages with two parallel rows of terminals
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GENERAL RULES
P-VSON Date: 2003
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Drawing of Plastic non-lead packages with two parallel rows of terminals
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Table 1 — Dimensions to be specified for Group 1

Group 1 — Group 1 includes dimensions and numerals associated with mounting of packages and
different kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group mean values is
guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of packages can be recognized.

Limits to be observed Recommended values for the dimension
Name Ref. Note
Min. Nom. | Max. mm
Standard n - X - See Table 3 9
number of
terminals
Seated A = = X A =10
height
Stqnd-off A, X - X 7
height A1 min. A1 max.
0,00 0,05
Body height | A, - X - A hom. = 0,75
Terminal b X - X 7
width plated | b min GO max.
1,25 1,0,55 |0,70
1,003 0,55 |0,70
0,80 | 0,35 |0,50
0,65 | 0,30 |0,45
0,50 | 0,25 |0,40
0,40 | 0,15 |0,25
Terminal c X \J X
thi¢kness Crmin. | ©max
plated 0,09 0,25
Package D X X X From 7,00 to 26,00 increment 1,00
lgngth D max. = D nom.+ 0,20
D min. = D nom. — 0,20
Pﬂckage E X X X E nom. From 5,00 to 13,00 increment 1,00
width E max. = E nom.¥ 0,20
E min. = E nom. — 0,20
Terminal |§| - X() - E| nom. =1,25;1,00; 0,80; 0,65; 0,50; 0,40 4
pitch
Overall He X X X He = E + 2L nom.
width
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Table 1 (continued)

Limits to be observed Recommended values for the dimension
Name Ref. Min. Nom. | Max. Note
mm
Length of L X - X
solder part €l Lmin. | L max.
1,25 | 0,70 1,30
1,00 | 0,70 1,20
0,80 | 0,50 | 0,90
0,65| 0,40 | 0,80
0,50 | 0,35 | 0,75
0,40 | 0,35 | 0,75
Termminal X - - X Xmax. = 0,05 3
position
tolerance
Coplanarity | vy - - Y max. = 0,05 5
Flafness Y1 - - Y1 max. = 0,10
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Table 2 — Dimensions to be specified for Group 2

Group 2 — Group 2 includes dimensions that do not belong to Group 1, but are associated with fabrication
of packages and dimensions of terminal position areas. The group is to achieve its own original purpose
as an industry standard. The group belongs to the dimensions and numerals of external shapes of
packages useful for designers and manufacturers and the dimensions of terminal position areas that can
be referenced in nominal design values specified thereto.

Limits to be _ _
Name Ref. observed Recommended values for the dimension Note
Min—Noem—rMax T
Terminal b4 X - X 7
whth el [ormin | D1 max
unglated 1,25 | 0,55 | 0,65
1,00 | 0,55 | 0,65
0,80 | 0,35 | 0,45
0,65| 0,30 | 0,40
0,50 | 0,25 |.80.35
0,40 | 0,15(}" 0,20
Terminal b, - - X | b2 max = max. + X
position
area |n width
Terminal C1 X - X
thickness Crmin. | Ot max
unglated 0,09 0.21
Termminal L4 - X - L1 nom. = 0,10
lephgth
Terminal l4 7 - X It max. = L max. + (Hg max. — He min.)/2
position
arg¢a in
lepgth
Pag¢kage (Zo) - X - Zp nom. 2 b1 pom. X 1,5
overhang
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- 11 -

Table 3 — Standard number of terminals

el

) 0,40 0,50 0,65 0,80 1,00 1,25

n Zp n Zp n Zp n Zp n Zp n Zp
7,0 34 | 0,30 | 26 | 0,50 | 20 | 0,575 | 16 | 0,70 12 1,00 - -
8,0 38 | 040 | 30 | 0,50 | 22 | 0,75 18 | 0,80 14 1,00 10 1,50
9,0 42 | 0,30 | 34 | 0,50 | 26 | 0,60 | 20 | 0,90 16 1,00 12 | 1,375
10,0 | 46 | 0,40 | 38 | 0,50 | 28 | 0,775 | 24 | 0,60 18 1,00 14 1,25
1186——56—106;36——42 8:560——32—0;625——26—1—6-+0—26 4566 -
120 | 54 | 0,40 | 46 | 0,50 | 34 | 0,80 | 28 | 0,80 | 22 1,00 = -
13,0 | 58 | 0,30 | 50 | 0,50 | 38 | 0,65 | 30 | 0,90 | 24 1,00 18 1,50
140 | 62 | 040 | 54 | 0,50 | 40 | 0,825 | 34 | 0,60 | 26 1,00 | 20 | 1,375
190 | 66 | 0,30 | 58 | 0,50 | 44 | 0,675 | 36 | 0,70 | 28 1,00 | 22 1,25
16,0 | 70 | 0,40 | 62 0,50 | 48 | 0,525 | 38 | 0,80 (.80 1,00 | 24{ | 1,125
1,0 | 74 | 0,30 | 66 | 0,50 | 50 | 0,70 | 40 | 0,90 32 1,00 - -
180 | 78 | 0,40 | 70 | 0,50 | 54 | 0,55 | 44 |-0,60 | 34 1,00 | 26 1,50
19,0 | 82 | 0,30 | 74 | 0,50 | 56 | 0,725 | 46 () 0,70 | 36 1,00 | 28 | 1,375
200 | 86 | 0,40 | 78 | 0,50 | 60 | 0,575,£48 | 0,80 | 38 1,00 | 30 1,25
210 | 90 | 0,30 | 82 0,50 | 62 | 0,75, 1 50 | 0,90 | 40 1,00 | 32[ | 1,125
220 | 94 | 0,40 | 86 | 0,50 | 66 | 0,60 | 54 | 0,60 | 42 1,00 - -
230 | 98 | 0,30 | 90 | 0,50 | 680,775 | 56 | 0,70 | 44 1,00 | 34 1,50
240 |102| 0,40 | 94 | 0,50 |2 | 0,625 | 58 | 0,80 | 46 1,00 | 36| 1,375
250 |106| 0,30 | 98 | 0,50y | 74 | 0,80 | 60 | 0,90 | 48 1,00 | 38 1,25
26,0 |110| 0,40 |102| 050 | 78 | 0,65 | 64 | 0,60 | 50 1,00 | 40[ | 1,125
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Notes

() A plane which designates the plane of contact of the package, including any stand-off, with the
surface on which it will be mounted.

(3) A plane drawn parallel to the seating plane through the lowest point of the package, excluding
any stand-off.

(3)  The maximum mounting conditions apply to the positional tolerance of the terminals.
(For the maximum body conditions, refer to ISO 2692).

(4)  Specifies the true geometric position of the terminal axis.

(*) Means true geometrical position.

(°)  Specifies the vertical shift of the flat part of each terminal from the seating plane.
()  Shews the allowable position of the Index mark area, which is basically 1/16 with'package body
sizg, however in case of small package body size, it is less than 1/4 with package body size, it
mupst be included in the shaded area entirely.

(7Y The dimensions of the terminal section apply to the ranges 0,1 mm and'0,25mm from the end
of a terminal.

(8)  Thé millimeter dimensions of this package are original dimensions.

(®)  n refers to the total number of terminal positions.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-10: Régles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs a semiconducteurs
pour montage en surface — Dimensions des boitiers P-VSON

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation co
de fensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a/pour g
favqriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans ‘les domai
I'élgctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normesinternationa
Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au-public (PAS)
Guifles (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des comités d'étud
travjaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organ
intefnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec |a(CEl, participent égalem
travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de\(Normalisation (ISO), se
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

nposée
bjet de
hes de
es, des
et des
es, aux
sations
ent aux
on des

Les|décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions technigles représentent, dans la mejsure du

pospible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de
intéfessés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les|Publications de la CEl se présentent sous la forme de reCommandations internationales et sont 3
conlme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les<effofts raisonnables sont entrepris afin qug
s'aqsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue respons|
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui encest.faite par un quelconque utilisateur final.

megure possible, a appliquer de fagon transparentecles Publications de la CEIl dans leurs publications naf
et rnégionales. Toutes divergences entre toutes ‘\Publications de la CEI et toutes publications nation
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

Dar{ le but d'encourager I'uniformité internationale, |€s, Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans

La [CEI n'a prévu aucune procédure de~marquage valant indication d'approbation et n'engage
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assureigu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne doit étre imputée a la CEI, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mand
y cqmpris ses experts particuliers-et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de
pouf tout préjudice causé eh _cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de
natyre que ce soit, directe-ouindirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les d§
décpulant de la publication/ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de toute autre Publication de
ou qu crédit qui lui est.accordé.

L'atfention est atfirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
référencées est obtigatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'atfention.estattirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent fair
de {iroits"devpropriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour respons
I'idgntifieation de I'un quelconque ou de la totalité de ces droits de propriété industrielle.

la CEI

gréées
la CEI
able de

oute la
ionales
hles ou

pas sa

=)

taires,
la CEI,
uelque
penses
la CEI,

cations

b ['objet
hble de

La Norme internationale CEI 60191-6-10 a été établie par le sous-comité 47D: Normalisation
mecanique des dispositifs a semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs.

La présente version bilingue (2012-12) correspond a la version anglaise monolingue publiée en
2003-11.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47D/551/FDIS et 47D/565/RVD.

Le rapport de vote 47D/565/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I’approbation de cette norme.

La version frangaise n’a pas été soumise au vote.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la présente publication ne sera pas modifié avant 2005. A
cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.
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1 Dpmaine dappitication

La pr
coura

sans gortie, trés faible encombrement (appelés ci-apres P-VSON).

2 Rgférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables ,pour I'application du p
docur:Eent. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référencgs non

datée
amen

CEI 6

ISO/DIS 2692, Spécification géométrique des produits (GPS) — Tolérancement géométr

Exige
3 T

Pour les besoins du présent document, la définition qui suit, ainsi que celles qui sont do
dans lles autres parties de la série;CEl 60191, s'appliquent.

3.1

P-VSON

boitie

NOTE
dépass

- 16 - 60191-6-10 © CE

NORMALISATION MECANIQUE
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-10: Regles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs a semiconducteurs
pour montage en surface — Dimensions des boitiers P-VSON

1:2003

psente partie de la CEI 60191 fournit les dessins d'encombrement et les)dime
ntes pour tous les types de structures et de matériaux composés de boitiers €n pla

, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éve
ements).

D191 (toutes les parties), Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducte

hce du maximum de matiere (MMR) et exigence du minimum de matiere (LMR)

brmes et définitions

en plastique sans/sortie, tres faible encombrement

Les conducteurs du boitier (bornes) se trouvent sur les cotés opposés du fond du corps du boftig
ent pas du-eorps du boftier

sions
tique

ésent

htuels

rs

que —

hnées

r et ne
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Dessin des boitiers en plastique sans sortie avec deux rangées de bornes paralléles

D
|
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54{53‘ §
i
i
i
i
!
4 T — —+-—u|
Terminal 1 ‘
incdex area ‘
® |
T i !
| \
. .
D i mp? rir
d ;H ””””””” e
Figure 1a
Seating plane g
‘ ul
!—I_H HHFEF—— | + ,,,,,,, HH HH b—\‘ L
. 2 ) S €] L b =
. 4
4 [x®gh-B & UApE e \ (&>
Figure 1b Figure 1c
REGLES GENERALES
P-VSON Date: 2003
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A1

Dessin des boitiers en plastique sans sortie avec deux rangées de bornes paralléles

L

Cq
C

— -

!

Termlnal Cross Sectlon(7) Terminal to be soldered

Figure 1d Figure 1e

Definition of the datum

(a) For even number of leads (b) For odd number of leads
on a package side. on a package side.

e =N RN

Figure 1f Figure 1g

The definition of datum B is the same as the definition of datum A.

REGLES GENERALES
P-VSON Date: 2003
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Dessin des boitiers en plastique sans sortie avec deux rangées de bornes paralléles

HE Min, — 2L Mag,

D$$DDDDDDDDDDDDDDDDD ]

HE Max.

HHHEEHHRH RSO

/- e]+ b Max* x

Pattern of terminal position areas

Figure 2

REGLES GENERALES
{E:EE} P-VSON

Date: 2003
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Anglais

Francgais

Seating plane

Surface de portée

Drawing of plastic non-lead packages with two
parallel rows of terminals

Dessin des boitiers en plastique sans sortie avec deux
rangées de bornes paralléles

Terminal cross section (7)

Section d'une borne (7)

Terminal to be soldered

Borne a souder

Definition of the datum

Définition de la référence

a) For even number of leads on a package

a) Pour un nombre pair de conducteurs sur un cété du

side bofitier
) For odd number of leads on a package side | b) Pour un nombre impair de conducteurs sur un cété
du boftier
The definition of datum B is the same as the La définition de la référence B est la méme qug-la
efinition of datum A définition de la référence A
Drawing of plastic non-lead packages with two | Dessin des boftiers en plastique sans sortie avec deu
arallel rows of terminals rangées de bornes paralléles
Pattern of terminal position areas Configuration des zones de positien‘des bornes
Tableau 1 — Dimensions a spécifier pour le Groupe 1
Groupe 1 — Le groupe 1 inclut les dimensions et chiffres associésau montage de boitiers et
a diff¢rents types de boitiers. Les dimensions et les numéros appartenant aux valeurs
moyemnes du groupe sont garantis pour les utilisateurs ‘et impliquent la possibilité |de
reconnaissance de la compatibilité mécanique du montage des boitiers.
Limites a observer Valeursi\recommandées pour la dimension
Nom Réf. : Note
Min. Nom. | Max. mm
Numérpta- n - X - Voir Tableau 3 9
tion
standard
des bofnes
Haut¢ur A - = X A nax = 1,0
d'ass|se
Hauteur Ay X - X A1 min. A1 max. 7
d'élévdtion 0,00 0,05
Hauteyr du A, - X - Ao nom. = 0,75
corps
Largeur de b X - X 7
borne 3 D min. D max.
métallisée 1,25 | 0,55 0,70
1,00 | 0,55 0,70
0,80 | 0,35 0,50
0,65 | 0,30 |0,45
0,50 | 0,25 0,40
0,40 | 0,15 0,25
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